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【行业要闻】 

2023 年第五批国家专精特新“小巨人”企业名单日前公布，电子

化学品领域多家企业上榜 

2023 年第五批国家专精特新“小巨人”企业名单日前公布，全国总计 3671

家企业入选，电子化学品领域多家企业上榜。 

序号 地区 企业名称 

1 江苏省 江苏博砚电子科技股份有限公司  

2 江苏省 苏州博洋化学股份有限公司  

3 江苏省 南通新宙邦电子材料有限公司  

4 江苏省 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司  

5 天津市 绿菱电子材料（天津）有限公司  

6 福建省 博纯材料股份有限公司 

7 上海市 上海正帆科技股份有限公司  

8 山东省 山东合益气体股份有限公司  

9 湖南省 湖南松井新材料股份有限公司  

10 湖南省 湖南利德电子浆料股份有限公司  

11 河北省 河北海力恒远新材料股份有限公司  

12 广东省 广东华特气体股份有限公司  
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13 广东省 惠州市宙邦化工有限公司 

14 浙江省 衢州杭氧特种气体有限公司  

15 浙江省 浙江奥首材料科技有限公司  

16 安徽省 合肥正帆电子材料有限公司   

17 湖北省 易安爱富（武汉）科技有限公司  

18 湖北省 湖北和远气体股份有限公司  

19 湖北省 湖北兴福电子材料股份有限公司  

专精特新“小巨人”企业是国家专为优质企业设立的荣誉奖项，认定标准围

绕“专、精、特、新、链、品”六个方面，分别提出定量和定性指标，被认定企

业需满足专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品所属领域

这六项指标要求；是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核

心技术、质量效益优的“排头兵”企业，以“补短板”“锻长板”“填空白”、解

决“卡脖子”问题为主。 

中芯国际再度“换帅”，高永岗辞任董事长、刘训峰接任 

千亿晶圆代工龙头中芯国际（688981.SH）迎来重大人事变动。 

7 月 17 日晚间，中芯国际公告称，董事长高永岗因工作调整，辞任本公司

董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自 2023 年 7 月 17 日起生效。

本次接替高永岗的是公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博

士。 

公告显示，刘训峰博士，现年 58 岁，历任中国石化上海石油化工股份有限

公司乙烯厂副总工程师、投资工程部副主任、总经理助理及副总经理，上海赛科

石油化工有限责任公司副总经理，上海化学工业区发展有限公司副总经理，上海

华谊（集团）公司党委副书记、总裁、党委书记、董事长，上海华谊集团股份有
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限公司党委书记及董事长，上海华谊控股集团有限公司董事长，中芯国际副董事

长、执行董事及董事会提名委员会委员。 

华虹半导体拟筹资 212 亿元科创板上市 

华虹半导体 7 月 23 日发布晚间公告称，公司将在 7 月 25 日启动申购，发行

价 52 元，公开发行股票数量约为 4.08 亿股（A 股），预计募集资金总额为 212.03

亿元。募集资金主要拟投入于华虹制造（无锡）项目、8 英寸厂优化升级项目、

特色工艺技术创新研发项目等。 

其中，华虹制造（无锡）项目预计总投资额为 67 亿美元，将建设一条工艺

等级覆盖 65/55-40nm，月产能 8.3 万片的 12 英寸特色工艺生产线。项目聚焦车

规级芯片，对非易失性存储器、电源管理、功率器件等工艺领域进行深入布局和

研发，持续提升在新能源汽车、物联网、新能源、智能终端等领域的应用。该项

目的落地将显著提升公司产能，并助力公司的特色工艺技术迈上新台阶。 

值得一提的是，若华虹半导体此次募资顺利完成，将成为今年以来 A 股募

资金额最高 IPO。 

群创：公司在印度的合作计划没变、持续进行 

对于鸿海与印度 Vedanta合作兴建半导体的关系将终止是否影响到面板大厂

群创光电在印度的面板厂合作案，群创指出，目前公司在印度的合作计划没有改

变，仍在持续进行中。 

群创系于今年第一季与印度 Vedanta 集团签订 TFT-LCD 技转合约，将协助

策略伙伴在印度建立 8 代 a-Si TFT-LCD 液晶面板前后段产线。预计后段模组产

线将在 2024 年下半年量产，前段产线将于 2026 年投产。 

威顿晶磷完成亿元级 Pre-IPO 轮融资 专注于泛半导体材料研发 

据“治臻咨询”公众号报道，近日，国内领先的超高纯电子化学品提供商威

顿晶磷宣布完成亿元级 Pre-IPO 轮融资，本轮投资由厦门联和资本领投，元禾璞

华、北京电控创投、联新资本、中金资本旗下基金等机构亦参与投资，Zen Advisory

担任独家财务顾问。本轮融资的完成将帮助威顿晶磷拓展新的产品线以及产能的

扩充。 
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据公开资料显示，威顿晶磷主要从事泛半导体材料的研发、生产及销售，主

要产品包括集成电路先进制程晶圆制造和光伏电池片制造中所用到的各类前驱

体、掺杂剂、以及其他超高纯电子化学品，客户覆盖大部分光伏电池片厂商以及

主流集成电路晶圆代工厂。 

诚志股份：拟不进行液晶单体材料及中间体材料产能扩充项目 

财联社 7 月 4 日电，诚志股份公告，因公共卫生事件的影响，沧州建设液晶

单体材料项目和中间体材料项目推进速度放缓，在此期间，市场环境发生变化，

液晶面板出货量下降，竞争加剧，致使液晶价格下滑趋势显著。为了应对上述不

利变化，经公司综合研判，决定暂不进行液晶单体材料及中间体材料的产能扩充。

拟将控股子公司沧州诚志永华“78 吨/年液晶单体材料项目和 243 吨/年中间体材

料项目”计划占地 146183.20 平方米（219.28 亩）退还沧州渤海新区黄骅市自然

资源和规划建设局。 

【统计数据】 

海关总署：2023 年前 6 个月中国大陆 IC 进口同比下降 18.5%  

海关总署官网 7 月 13 日公布的数据显示，2023 年前 6 个月中国大陆集成电

路（IC）进口量同比下降 18.5%。2023 年前六个月，中国大陆集成电路进口量降

至 2277 亿个，而去年同期为 2796 亿个。相比起 2023 年前 5 个月 19.6%的降幅

略有收窄。 

2023 年上半年，中国大陆芯片进口总额下降 22.4%，至 1626 亿美元，降幅

远大于中国大陆整体进口的降幅，后者同比下降 0.1%。 

2023 年上半年电子信息制造业运行情况 

7 月 31 日消息，工信部发布 2023 年上半年电子信息制造业运行情况，上半

年，规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平，增速较 1—5 月份提高 0.3

个百分点，实现由负转正；增速分别比同期工业、高技术制造业低 3.8 个和 1.7

个百分点。6 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 1.2%。上半年，主

要产品中，手机产量 6.86 亿台，同比下降 3.1%，其中智能手机产量 5.07 亿台，
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同比下降 9.1%；微型计算机设备产量 1.62 亿台，同比下降 25%；集成电路产量

1657 亿块，同比下降 3%。 

【财报速递】 

台积电 6 月营收 1564 亿元新台币 年减 11% 

台积电 7 月 10 日公布 2023 年 6 月净营收，合并计算 6 月营收约为 1564 亿

元新台币（单位下同），较 5 月减少 11.4%，同比较 2022 年 6 月减少 11.1%，第

二季营收 4808.41 亿元，季减 5.46%，符合财测预期。 

2023 年 1 月至 6 月营收总计 9,894.7 亿元，较 2022 年同期减少 3.5%。 

面板厂上半年业绩预告出炉：京东方、华映科技、深天马、维信诺、

群创、三星...... 

7 月 14 日，部分面板厂上半年业绩预告相继出炉，从预告来看，因全球经

济低迷、面板行情较差，上半年面板厂总体的业绩还是差强人意，不过随着市场

的回暖，有的面板厂 Q1 业绩欠佳，但 Q2 已开始反弹。从面板厂的预期来看，

下半年业绩还是值得期待的。 

BOE（京东方）2023 年半年度业绩预告 单季环比增长 

7 月 14 日，京东方科技集团股份有限公司（京东方 A：000725；京东方 B：

200725）发布 2023 年半年度业绩预告，2023 年上半年预计实现归属于上市公司

股东净利润 7 亿元-8 亿元，预计实现基本每股收益 0.016 元/股–0.019 元/股。 
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BOE（京东方）表示，在全球宏观经济、市场需求不断变化的背景下，公司

仍保持稳健经营，自 2023 年起盈利逐季改善，其中第二季度预计收入环比增长，

扣除非经常性损益后的净利润预计实现盈利，为全年整体业绩向好打下坚实基础。 

明显减亏！彩虹股份 2023 年上半年预亏 2.5 亿-2.9 亿 

7 月 13 日，彩虹股份（600707）发布 2023 年半年度业绩预告，预计 2023

年半年度实现归属于母公司股东的净利润为-2.5 亿元到-2.9 亿元；归属于母公司

股东的扣除非经常性损益的净利润为-3 亿元到-3.4 亿元。 

上年同期归属于母公司股东的净利润：-114,404.28 万元；归属于母公司股东

的扣除非经常性损益的净利润：-171,243.80 万元。 

华映科技预计，上半年净亏损 7.06 亿元至 7.46 亿元 

7 月 14 日晚，华映科技(000536.SZ)发布 2023 年半年度业绩预告，预计上半

年归属于上市公司股东净亏损 7.06 亿元至 7.46 亿元，预计扣除非经常性损益后

亏损 7.1 亿元至 7.5 亿元。 
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深天马 A：预计 2023 年上半年营收持稳  oled 出货量大幅提升 

7 月 14 日晚，深天马 A（000050）发布半年度业绩预告，需求和价格双重

压力下，营收持稳，预计 2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为-14.60

亿元--14.00 亿元。 

维信诺预计二季度营收翻倍 环比增长 115%到 154% 

7 月 14 日晚，维信诺发布 2023 半年度业绩预告，预计上半年实现营收区间

为 24.25 亿元至 27.25 亿元，同比减少 20%到 29%，其中，第二季度预计实现营

收为 16.56 亿元至 19.56 亿元，较第一季度增长 115%到 154%。预计上半年净亏

损 15.8 亿元-17.8 亿元。 

友达、群创 Q2 营收均环比增 2 成 

群创 6 月营收 193.49 亿元（新台币，下同），月增 3.43％、年增 0.32％，连

续两月缴出年月双增成绩，第二季营收达 550.87 亿元，季增 20.82％、年减也大

幅降至 4.86％；出货表现来看，6 月大尺寸面板出货量共计 1,240 万片，较上月

增加 10.6％，中小尺寸面板出货量共计 2,411 万片，月减 13.8％。 

友达 6 月合并营收为 229.5 亿元，较上月增加 5.3%，与去年同期相比增加

10.9%。累计 2023 年第二季合并营业额为 633.1 亿元，较第一季增加 23.7%，与

去年同期相比增加 0.7%。6 月份面板总出货面积达 201.7 万平方米，较 5 月份微

幅下降 1.5%。2023 年第二季面板总出货面积达 570.6 万平方米，较第一季增加
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32.7%，与去年同期相比增加 16.0%。 

彩晶、凌巨 6 月营收增 

中小尺寸面板厂彩晶（6116）及凌巨（8105）7 月 10 日同步公告今年 6 月

合并营收，彩晶 12.21 亿元（新台币，下同），月增 21.5%，年减 18.9%，为近 7

个月单月新高。凌巨 8.03 亿元，月增 2.5%，年减 15.7%，是近 5 个月新高。 

彩晶 6 月中小尺寸面板出货量共计 3,346 万片，月增 43.9%；大尺寸及自有

品牌产品出货量共计 11.4 万片，月增 25.2%。 

彩晶第 2 季合并营收 34.16 亿元，季增 27.7%，年减 24%。累计今年上半年

合并营收 60.92 亿元，年减 35.5%。今天股价维持平盘，成交量 7,912 张，收 13.05

元。 

凌巨今年第 2 季合并营收 23.5 亿元，季微减 0.1%，年减 9.8%。累计上半年

合并营收 47.01 亿元，年减 9.5%。今天股价小涨 0.3 元，成交量 3,339 张，收 15.8

元。 

【产业分析】 

半导体：印度能否成为全球芯片强国？ 

自印度宣布激励本土半导体制造业并启动国家任务以来已经一年半了，但进

展却很缓慢。 

就在美国科技巨头美光公司宣布将投资近 30 亿美元（23 亿英镑）在西部

古吉拉特邦建设一座组装和测试工厂几天后，台湾科技巨头富士康退出了与印度 

Vedanta 的 195 亿美元合资企业，以在该国建设一家芯片制造工厂。 

当地媒体称，至少另外两家公司的计划似乎已陷入停滞。 

但在莫迪政府等待芯片制造商提供高价值投资以匹配 100 亿美元激励支出

的同时，它一直在签署一系列技术合作伙伴关系，以使该行业站稳脚跟。 

继与美国就关键和新兴技术（iCET）达成协议以加强半导体供应链的双边

合作后，印度上周与日本签署了类似的谅解备忘录。 

另外，至少三个印度邦已经宣布了旨在确保该领域投资的单独政策。 

卡内基印度公司研究员科纳克·班达里表示，虽然慷慨的补贴和强有力的政

策推动为该行业的腾飞奠定了跳板，但时间至关重要，技术转让将是印度成为制
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造业中心的关键。 

他表示：“企业是否承诺引进这些技术将取决于多种因素的结合，例如商业

环境、国内市场、出口潜力、基础设施和人才。” 

就目前情况而言，这个谜题似乎只有部分已经解决。 

印度优势 

印度优势半导体为现代数字生活的各个方面提供动力——从微型智能手机

到控制互联网的大型数据中心。 

先进的半导体技术在汽车行业向气候友好型电动汽车的转型以及人工智能

应用的开发中也发挥着关键作用。 

印度占全球芯片需求的 5%。德勤 (Deloitte) 表示，在智能手机、消费类电

器和自动驾驶汽车等新趋势的推动下，到 2026 年这一数字可能会翻一番。 

国内市场显然正在蓬勃发展。但在芯片生产价值链的关键阶段——产品开发、

设计、制造、ATP（组装、测试和封装）和支持——印度仅在设计功能方面拥有

强大的影响力，而在涉及到芯片生产时，印度将不得不从头开始。制造业。 

德勤合伙人 Kathir Thandavaryan 告诉 BBC：“印度拥有全球 20% 的芯片

设计人才。有 5 万名印度人从事这项工作。” 

大多数半导体制造商——包括英特尔、AMD 和高通——也在印度拥有最大

的研发中心，利用当地的工程人才。 

然而，根据德勤的说法，获得训练有素的人员可能成为公司的主要阻力，当

投资开始流入时，估计需要 25 万人在整个价值链上工作。 

因此，该领域加强产学合作至关重要。 

值得赞扬的是，政府一直在努力实现这一目标，例如通过“芯片启动”计划

培训 85,000 名工程师。 

专家表示，许多其他因素——例如物流、基础设施和效率全球排名的提高，

以及更稳定的电网（半导体制造的关键先决条件）——都增强了印度参与这场全

球竞赛的准备。 

地缘政治似乎也对印度有利，美国越来越关注寻找中国以外的替代地点，以

外包其部分半导体供应链。 

坦达瓦良表示，印度作为一个日益亲密的盟友，可以成为寻求外包支持职能
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的美国公司的一个可行的“朋友支撑”目的地。 

但其保护主义贸易政策，特别是其在 RCEP（区域全面经济伙伴关系）等多

边贸易协定中的缺失，可能会付出高昂的代价。 

班达里先生表示：“如果中国以外的半导体公司要实现多元化，那么如果将

其零部件转移到越南，它们不太可能面临适用于其零部件的关税方案的重大变化。

这是因为属于同一区域贸易安排的国家之间可能会更加统一。” 

绊脚石 

然而，新德里将自己定位为芯片制造商的全球选择所面临的最大挑战是各行

业制造商都非常熟悉的挑战——众所周知的困难的“营商”环境。 

这个以软件实力闻名的国家实际上并不具备硬件能力。由于缺乏有利的生态

系统，制造业占 GDP 的比重多年来一直停滞不前。 

专家表示，印度需要进行“根本性且持久的改革”来改变这一现状，并使其

半导体使命取得成功。 

美国信息技术与创新基金会负责全球创新政策的副总裁斯蒂芬·埃泽尔对英

国广播公司表示：“这需要解决海关/关税、税收和基础设施等投资障碍。” 

“如果激励措施是吸引半导体 ATP 或晶圆厂的首要战略，印度将无法与中

国、欧盟或美国等竞争对手进行长期竞争。” 

这主要是因为印度的半导体激励政策只是世界上众多半导体激励政策之一。

欧盟或美国等集团同时提供的补贴要大得多。 

班达里先生表示，大多数公司也不会为了补贴而立即将其业务转移到其他地

方，“因为它们拥有由供应商、合作伙伴、消费者和物流网络组成的现有生态系

统——所有这些都使得它们很难将业务转移到其他司法管辖区”。 

专家表示，印度的补贴也可以得到更好的引导。 

目前，它在芯片制造价值链的各个末端提供这些服务。相反，该国可以发挥

其优势。 

例如，它可以投资工程师培训学校，或者加倍提高在半导体 ATP 和设计支

持方面的竞争力，而不是在芯片的实际制造上，因为芯片的实际制造是资本密集

型且酝酿期长的。 

埃泽尔先生警告说，政府绝不能陷入专注于捏造事实的“闪亮物体综合症”。 
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然而，他补充说，在这一领域具有竞争力将标志着“国家的重大技术飞跃”，

政府尝试在这一领域寻求更多投资是正确的。 

班达里表示，随着国内电子产品产量突破 1000 亿美元大关，缺乏国内制造

设施也会“对印度的进口成本产生严重影响”。 

高风险的赌博 

印度的半导体赌博显然关系重大。过去它曾有过几次错误的开始。但经过多

年的拖延后，一项大体正确的专门政策只是朝着正确方向迈出的第一步。 

班达里先生表示，这是“纠正先前失误的新机会”。“地缘政治明星们已经联

合起来，为这个机会提供帮助。在一个供应链支离破碎的动荡世界中，印度发现

自己正处于十字路口——它要么认真尝试培育硬件制造业，要么放过另一个机

会。”（来源：半导体行业观察） 


